SKALA KZ
Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych i kamiennych, mrozoodporna.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do klejenia Sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych i kamiennych.

ZALECANY NA:

- tynk cementowy i cementowo-wapienny,

- beton,

- jastrych cementowy,

- cegta, bloczki, pustaki i inne materiaty
ceramiczne.

WLASCIWOSCI:

SKALA KZ jest gotowg suchg mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy i polimerowych substanciji
modyfikujacych. Dzieki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym,
wygodnym i tatwym w uzyciu.

SKALA KZ jest produktem mrozoodpornym i wodoodpornym. Nadaje sie do stosowania wewnatrz
oraz na zewnatrz budynkow.

ZALETY PRODUKTU:

- wysoka przyczepnos¢ do wszystkich materiatéw powszechnie stosowanych
w budownictwie,

- nie powoduje efektu osuwania sie ptytek z pionowych powierzchni,

- mrozoodporny i wodoodporny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Mase przygotowuje sie przez wsypanie suchej zaprawy klejowej SKALA KZ do wody w proporcji 6-
6,75 litra wody na worek 25 kg. Miesza¢ mechanicznie (wiertarkg) lub recznie, az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny, nastepnie pozostawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.

Przestrzega¢ ilosci dodawanej wody, nadmiar obnizy parametry wytrzymatosciowe zaprawy klejowej.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Przygotowanie podtoza:

Podtoze i warunki klimatyczne panujagce w pomieszczeniu muszg odpowiadac normie

DIN 18356. Podtoze powinno by¢ mocne i rowne, oczyszczone z kurzu brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Nierébwnosci podtoza do 5 mm moga by¢
wczesniej wypetnione zaprawg klejowg SKALA KZ , natomiast wieksze nieréwnosci i wgtebienia
podtoza nalezy skorygowac uzywajgc zaprawy SKALA ZW lub SKALA NW. Wilgotnos$¢ poditoza wg
pomiaru CM nie powinna przekracza¢ 2%. Ukladanie okfadzin na zbyt wilgotnym podtozu jest jednym
z najpowazniejszych btedoéw wykonywania podtég i bardzo czesto prowadzi do catkowitego
zniszczenia warstwy posadzkowe;.

Podtoza chtonne lub o zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac¢ preparatem gruntujagcym SKALA PG
lub SKALA PGU.

W przypadku konieczno$ci klejenia ptytek na stabych, trudnych do oczyszczenia podtozach zaleca sie
wykonanie proby przyczepnos$ci, polegajacej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48
godzinach.

Wykonanie:

Zaprawe natozyC gtadkg paca, a nastepnie wyprofilowaé paca zabkowana. Wielko$¢ zebdw pacy
nalezy dobra¢ do wielkosci ptytek. llos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana,
aby po docisnieciu ptytki, powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwieksza.
Prawidtowo dobrane konsystencja i wielko$¢ zeboéw pacy ma na celu, ze docisnieta ptytka ceramiczna
nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65-70% powierzchni spodu ptytki w
przypadku $cian.

W przypadku uktadania ptytek na podtodze, na zewnatrz lub ptytek o duzym formacie zaleca sie, zeby
klej pokrywat catg powierzchnie ptytki.

Korygowanie potozenia ptytki jest mozliwe przez ok. 10 minut od momentu jej przyklejenia. Nie nalezy
jednorazowo naktadaé zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje



ona wtasciwosci klejace przez okoto 10-20 minut (w zaleznosci od parametréw podtoza i otoczenia).
Nalezy zwraca¢ uwage, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyla sie warstwa tzw. naskérka i czy
zaprawa jest nadal swieza. W przypadku wytworzenia sie naskérka nalezy usungé¢ warstwe kleju i
nanies¢ nowa. Zaprawa utrzymuje swoje wtasciwosci robocze przez ok. 3 godziny. Gdy planowane
jest fugowanie nalezy ze spoin na biezgco usuwa¢ nadmiar zaprawy pojawiajacej sie przy dociskaniu
ptytek. Nalezy zachowywaé szerokosc spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek. Uzytkowanie posadzki
nalezy rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a petng wytrzymatosc
osigga po uptywie 3 dni. Spoinowa¢ mozna nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Plytek nie moczy¢
w wodzie przed klejeniem. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do 25°C. Wszelkie dane techniczne odnoszg sie do temperatury +20°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
twardnienie materiatu.

ZUZYCIE:
W zaleznosci od wielkosci zebow pacy i nierébwnosci podtoza wydajnos¢ waha sie od 3-7 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZEDZI PRACY:
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy splukaé czystq woda. Stwardniate
zanieczyszczenia usung¢ mechanicznie.

USUWANIE ODPADOW:
Nie wylewac¢ do kanalizacji i zbiornikow. Doktadnie opréznione puste opakowanie papierowe mogg
by¢ powtdrnie przerobione w procesie recyklingu.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach. Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu
mozna magazynowac przez okres 12 miesiecy.

UWAGA:
Sypka zaprawa klejowa zawiera cement. Reaguje alkalicznie z wodg. W zwigzku z tym nalezy chroni¢
skore i oczy. W przypadku podraznien przemy¢ czysta woda, a nastepnie skontaktowaé sie z
lekarzem.

DANE TECHNICZNE:

Opakowanie worek papierowy
Wielkosé opakowania 25 kg
Przechowywanie 12 miesiecy
Kolor szary

Zuzycie ok. 3-7 kg/m?
Proporcja mieszania 6-6,75 litra na worek 25 kg
Temperatura podfoza +5°C do 25°C
Temperatura otoczenia +5°C do 25°C
Grubos$¢ warstwy 2-5 mm

Czas pracy ok. 3 godz.

Czas otwarty ok. 20 min.

Czas korygowania ptytki ok. 10 min.

Czas uzytkowania posadzki po 24 godz.
Spoinowanie po 48 godz.
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej= 0,0002%
masie

Klasa C1T

ATESTY | CERTYFIKATY:

Produkt zgodny z PN-EN 12004:2002/A1:2003

Deklaracja zgodnosci WE nr 02/06 z dnia 2006-05-15

Jednostka certyfikujgca: Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych Odziat Szkta i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie.

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie
moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zaleceh prace nalezy



wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu
natomiast nie ma wplywu na warunki i sposob jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac probe i zasiegna¢ porady technicznej. Wraz z ukazaniem sige niniejszej informacji techniczne;j
tracg waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.
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